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Beschreibung
HINTERGRUND DER ERFINDUNG
1. Feld der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine LED-Druckeinrichtung und insbesondere auf eine
Leuchtdiodenanordnung mit hoher Aufldsung.

2. Kurze Beschreibung verwandter Entwicklungen

[0002] Es ist ublich, Balken von Licht emittierenden Dioden (light emitting diode: LED) in Druckeinrichtungen
zu verwenden. Die Leuchtdiodenbalken stellen zuverlassige und steuerbare Lichtquellen bereit. Die Balken
umfassen allgemein eine Vielzahl von Lichtquellen, d. h. Bildelemente, die aktiviert und deaktiviert werden kdn-
nen (gepulst), um kurze Lichtfolgen bei einer hohen Geschwindigkeitsrate zu emittieren. Jede Lichtfolge wird
verwendet, um einen bestimmten Abschnitt eines gedruckten Symbols oder Zeichens zu erzeugen. Je haufiger
ein Bildelement gepulst wird, desto haufiger wird ein Abschnitt eines Symbols oder Zeichens bildmaRig er-
zeugt, wodurch ein Drucken mit genauerer Einzelheit und héherer Auflésung bereitgestellt wird. Dass das Dru-
cken innerhalb einer wirtschaftlich verniinftigen Zeit mit hoher Auflésung durchgefiihrt wird, ist es daher not-
wendig, eine hohe Pulsrate zu verwenden.

[0003] LED-Balken werden in unterschiedlichen Segment- oder BausteingroRen hergestellt. Die Segment-
grélRe hangt von der Anzahl der Bildelemente innerhalb des Segmentes ab. Zwei Uibliche Anzahlen von Bilde-
lementen pro Segment sind 64 Bildelemente und 128 Bildelemente. Bei 424,26 Punkten pro inch (spot per
inch: SPI) waren diese Segmente 3,832 und 7,663 mm jeweils lang. Die jeweiligen Langen werden bestimmt
durch Dividieren der Anzahl der Bildelemente durch die Anforderung Punkte pro inch und Umwandeln des
Quotienten in Millimeter. Beispielsweise:

. 1 mm
64 (B S in x MM _
(Bildelemente) x 424,26 (sp) 0,1509in x = 3,832mm
128 (Bildelemente) X —— = 03017in x 254 ™™ _ 7.663mm
424,26 (spi) in

[0004] Die Technologien, die lineare Anordnungen von LEDs erzeugen, die aus diskreten Bausteinen zusam-
mengesetzt sind, die Seite an Seite angeordnet sind, haben sich dahin entwickelt, dass 600 SPI Dichten leicht
erreicht werden kénnen. Tatsachlich ist diese Dichte in den meisten Druckern, die LED-Balken verwenden, zu
finden. Hohere Dichten sind ebenso moglich und es ist ein 1200 SPI-Balken auf dem Markt.

[0005] Die Untersuchung eines 1200 SPI-Balkens hat einen nicht-konsistenten Regelabstand gezeigt. Der
Abstand zwischen benachbarten Bildelementen auf unterschiedlichen Bausteinen war um mehr als 4,3 pm
oder 20% grofer als der Regelabstand. Ein derartiger Fehler bewirkt unerwiinschte Bandeffekte auf den Dru-
cken. Es ist klar, dass die Technologie, die LEDs erzeugt, bis zu einem Punkt verbessert wurde, bei dem 1200
SPI LEDs méglich sind, aber die Technologie, die die Bausteine anordnet, ist bei 600 SPI zuriickgeblieben.

[0006] Funf Auslegungsregeln bestimmen die Erzeugung von wirklichen 1200 SPI-Anordnungen. Anordnun-
gen nach dem Stand der Technik, die durch den Uberpriiften Balken dargestellt werden, halten alle finf Regeln
nicht ein. Die Regeln sind: (1) Die Emitter kbnnen nicht zu groR sein. GroRe Emitter weisen optische und elek-
trische Querempfindlichkeit auf. (2) Emitter kdnnen nicht zu klein sein. Kleine Emitter erzeugen nur unwirksam
Licht, so dass diese einen hohen Strom erfordern und hohe Temperaturen erzeugen. (3) Die Emitter kénnen
nicht zu nahe an dem Bausteinrand sein. Nahe Emitter zeigen eine Kurzlebigkeit, die durch Bruch verursacht
wird, der erzeugt wird, wenn der Baustein von der Scheibe abgeschnitten wird. (4) Der Zwischenraum zwi-
schen den Bausteinen kann nicht zu klein sein. Kleine Zwischenrdume bedingen eine hohe Wahrscheinlichkeit,
dass ein Baustein seinen Nachbarn beriihren wird und wahrend des Aufbaus in der Anordnung zerbricht. Wei-
terhin ermdglicht der Zwischenraum thermische Ausdehnung. Wenn sich die Bausteine wahrend der Ausdeh-
nung bertihren, brechen dieselben oder es bricht die Verklebung. (5) Der Regelabstand muss gleichmafig sein
oder sonst treten Bander auf.

[0007] Bei Verwendung bestehender Praxis werden die Regeln (1) und (2) eingehalten, wie durch die Bau-
steine des gepriften Balkens oder durch weitere experimentelle Bausteine belegt ist. Die Bausteine kénnen
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aus zuverlassigen LEDs mit 10,5 pm Breite hergestellt werden. Die Regeln (3), (4) und (5) bleiben trotzdem
problematisch. Sie schlieen sich gegenseitig aus.

[0008] Bausteine kdnnen nicht ndher als 5 ym von dem Emitter geschnitten werden. Das Aufbauen ist nicht
besser als +1 ym fir das Entwicklungsstiick und in der Nahe von +2,5 pm fir die Produktion. Daher kénnen
Bausteine mit 1200 SPI im Regelabstand aufgebaut werden, wie in Fig. 2 gezeigt oder groRer als der Regelab-
stand, wie in Fig. 3 gezeigt. Im Regelabstand ergibt sich ein Zwischenraum von 0,7 ym. Dies Ubersteigt sogar
die Planungsgenauigkeit, so dass dies nicht praktikabel ist. Das geringste Uberschreiten des Regelabstands
ergibt einen Abstand von 25,5 ym, was um 4,3 ym grof3er ist als der ideale Regelabstand von 21,2 ym. Der
geprufte Balken verwendet diesen, aber natirlich mit dem Fehler.

[0009] Daher ware es hilfreich, in der Lage zu sein, LED-Anordnungen mit 1200 SPI mit einem gleichmaRigen
Regelabstand zu bauen, wahrend die Feldgrofie und der Abstand zwischen benachbarten Bausteinen mini-
miert wird.

[0010] US 5,821,567 beschreibt Licht erfassende und Licht emittierende Diodenanordnung von hoher Auflo-
sung. Ein Baustein mit Licht erfassender/emittierender Diodenanordnung weist Fehlstellen-Diffusionsgebiete
mit einer Tiefe von mindestens 0,5 pm aber nicht mehr als 2 pm in einem Halbleitersubstrat auf. Jedes Fehl-
stellen-Diffusionsgebiet ist vorzugsweise in ein erstes Gebiet, das fir die Aussendung oder Erfassung von
Licht verwendet wird, und ein breiteres, zweites Gebiet unterteilt, das flur den Elektrodenkontakt verwendet
wird. Die zweiten Gebiete sind auf abwechselnden Seiten einer Feldleitung angeordnet, wodurch ermoglicht
wird, dass ein geringer Regelabstand der Anordnung mit einem grof3en Kontaktgebiet kombiniert wird.

[0011] EP-A-0510274 beschreibt einen Licht emittierenden Diodendruckkopf. Ein Druckkopf fir einen Licht
emittierenden Diodendrucker weist ein transparentes Substrat mit einer Zeile von LED-Wirfeln auf, die mit ih-
ren Licht emittierenden Ubergéngen benachbart zu dem Substrat angebracht sind. Jeder Wiirfel weist eine Zei-
le aus LEDs entlang seiner Lange und eine Zeile von Verbindungsstellen an bekannten Stellen zur Herstellung
der elektrischen Verbindung zu den LED-Anoden auf. Metallleitungen werden auf dem transparenten Substrat
an bekannten Stellen abgelagert.

[0012] Es ist das Ziel der vorliegenden Erfindung, eine LED-Anordnung insbesondere in Bezug auf die Be-
reitstellung eines gleichmaRigen Regelabstands zu verbessern. Dieses Ziel wird durch Bereitstellen eines Ver-
fahrens zum Ausbilden einer LED-Anordnung mit hoher Auflésung gemaf Anspruch 1 und eines LED-Druck-
balkens von hoher Auflésung gemafR Anspruch 4 erreicht. Ausfihrungen der Erfindung sind in den abhangigen
Anspruchen niedergelegt.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0013] Die vorstehenden Uberlegungen und andere Merkmale der vorliegenden Erfindung werden in der
nachfolgenden Beschreibung erlautert, die in Verbindung mit den beiliegenden Zeichnungen zu sehen ist.

[0014] Fig. 1 ist ein Diagramm, das die Unterschiede im Regelabstand zwischen dem Bildelementabstand in
einem herkdmmlichen LED-Balken von 1200 SPI veranschaulicht.

[0015] Fig. 2 ist eine Veranschaulichung der 600 SPI-Architektur, die auf einen Balken mit LED-Anordnung
von 1200 SPI angewandt wird.

[0016] Fig. 3 ist eine Veranschaulichung von LED-Bausteinen von 1200 SPI, die ndher zusammengerickt
sind, um Regelabstandsfehler zu vermeiden.

[0017] Fig. 4 ist ein Diagramm, das die Emissionsleistung einer Mittelelektrode und einer Seitenelektrode ver-
gleicht.

[0018] Fig. 5 ist ein Diagramm, das die Emissionsleistung einer Seitenelektrode vergleicht.

[0019] Fig. 6 ist eine Veranschaulichung einer Ausfiihrung einer LED-Bausteinarchitektur von 1200 SPI, die
die Merkmale der vorliegenden Erfindung beinhaltet.
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EINGEHENDE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFUHRUNG (AUSFUHRUNGEN)

[0020] Mit Bezug auf Fig. 1 wird eine perspektivische Ansicht eines Systems gezeigt, das die Merkmale der
vorliegenden Erfindung beinhaltet. Wenngleich die vorliegende Erfindung mit Bezug auf die in den Zeichnun-
gen gezeigte Ausfuhrung beschrieben wird, ist anzumerken, dass die vorliegende Erfindung in vielen unter-
schiedlichen Formen von Ausfihrungen umgesetzt werden kann. Weiterhin kann jede passende Grof3e, Form
oder Typ von Elementen oder Materialien verwendet werden.

[0021] Mit Bezug auf Fig. 6 umfasst die vorliegende Erfindung allgemein eine lineare LED-Anordnung, die ei-
nen gleichmaRigen Regelabstand zwischen benachbarten Bildelementen aufweist, der die allgemeinen Aus-
legungsregeln fir LED-Anordnungen von 1200 SPI erflllt. Die Lichtintensitat der endstandigen LED-Einrich-
tungen auf jedem Baustein eines Druckkopfs ist in einer Anordnung verschoben, um das Licht ndher an dem
Ende der Anordnung erscheinen zu lassen, als dieses tatsachlich ist. Dies ermdglicht, dass der Baustein naher
an dem Lichtschwerpunkt geschnitten wird und die Bausteine in der Anordnung kénnen naher zueinander auf-
gebracht oder angebracht werden. Wie in Fig. 6 gezeigt, ist die Elektrode 52 auf der endstandigen LED 56
nach innen verschoben, um den Schwerpunkt des ausgesendeten Lichtes naher an den Rand des Bausteins
zu schieben. Der Schwerpunkt der LED 56 liegt nicht mehr mittig auf der LED. Dies ermdglicht, dass der Zwi-
schenraum 58 zwischen den Bausteinen 51 und 53 groRer ist als der in Fig. 2 gezeigte Zwischenraum 27, wah-
rend im Wesentlichen der korrekte oder ideale Abstand zwischen benachbarten Bildelementen auf verschie-
denen Bausteinen eingehalten wird. Die LED-Anordnung der vorliegenden Erfindung vermeidet die in Fig. 1
gezeigten Spitzen und entfernt die damit verbundenen Bander. Es ist ein Merkmal der vorliegenden Erfindung,
eine lineare LED-Anordnung mit 1200 SPI mit einem konstanten Regelabstand von 21,2 pm und einem mini-
malen Zwischenraum zwischen den LED-Bausteinen ohne Bruch oder Berlihrung zwischen benachbarten
Bausteinen bereitzustellen.

[0022] Eine lineare LED-Anordnung umfasst allgemein eine Folge von LED-Bausteinen. Mit Bezug auf Eig. 2
umfasst die LED-Anordnung 20 beispielsweise mindestens zwei LED-Bausteine 22. Jeder LED-Baustein 22
umfasst allgemein eine Vielzahl von LEDs 26. Jede LED 26 ist in herkémmlicher Weise mit dem LED-Baustein
22 verbunden. Wie in Eig. 2 gezeigt, weist jede LED 26 eine zugehdrige Mittelelektrode 28 auf, die dazu ver-
wendet werden kann, die LED 26 beispielsweise zu einer Drahtverbindungsstelle 24 zu verbinden. Die in Eig. 2
gezeigte Mittelelektrode erzeugt einen Emissionsschwerpunkt, der mittig auf der LED 26 angeordnet ist. Die
Elektrode 28 blockiert Licht an dem Mittelpunkt, andert jedoch den Schwerpunkt des Lichtes nicht.

[0023] Fig. 2 ist eine Veranschaulichung einer typischen Architektur fir 600 SPI, die auf 1200 SPI angewandt
wird. Um mindestens eine Pufferzone von 5 pm zwischen der endstandigen LED 21 und dem Bausteinrand 23
aufrecht zu erhalten, ebenso wie mindestens einen Zwischenraum 27 von 5 ym zwischen den Bausteinen 22a,
22b, ist der Regelabstand 29 zwischen benachbarten Bildelementen von verschiedenen Bausteinen erheblich
gréRer als der mittlere Regelabstand 25. Dies ist nicht wiinschenswert. Der LED-Balken, der fiir das Diagramm
der Fig. 1 untersucht wurde, ist &hnlich zu der in Eig. 2 gezeigten Architektur. Eig. 1 ist ein Diagramm der Dif-
ferenzen fir den Bildelementabstand eines LED-Balkens fiir 1200 SPI, der durch Okidata hergestellt wurde.
Der mittlere Abstand fir den Regelabstand zwischen den Bildelementen auf demselben Baustein betragt 21,2
pm. Der Abstand von benachbarten Bildelementen auf unterschiedlichen Bausteinen ist jedoch 4,3 ym Uber
dem Regelabstand. Die in dem Diagramm gezeigten Spitzen treten an jeder Bausteingrenze auf.

[0024] Um den Fehler im Regelabstand zu verringern, kdnnen die LED-Bausteine naher zueinander gerickt
werden, wie in Fig. 3 gezeigt. Um den Fehler im Regelabstand, wie er in Fig. 2 veranschaulicht ist, zu vermei-
den, missten die Bausteine 22a und 22b beabstandet sein oder einen Zwischenraum 34 von 0,7 pm aufwei-
sen. Unter den gegebenen Fahigkeiten von bestehenden Maschinen fir die Chipausrichtung ist dies nicht re-
alistisch. Weiterhin wirde eine derart nahe Anordnung Beriihrung und Bruch von benachbarten Bausteinen
bedingen. Weiterhin stellt ein derartig kleiner Zwischenraum keinen Platz fir die thermische Ausdehnung der
Bausteine bereit.

[0025] Wenn die LED-GroéRe abnimmt, beeinflussen Strukturen, die die LED aufbauen, wie beispielsweise
den in Fig. 2 gezeigten LED-Baustein 22, verstarkt das Profil des emittierten Lichtes. Beispielsweise wird die
in Fig. 2 gezeigte Deckelektrode 28 ein Faktor, weil deren Grof3e nicht proportional skalliert. Die Einschrankun-
gen fur Goldablagerung und Stromkapazitat begrenzen die Grolie der Elektrode. Die Elektrode tber einer LED
fir 1200 SPI bedeckt einen grofReren Prozentsatz des LED-Emittergebiets, absorbiert einen grofieren Prozent-
satz des Lichtes und beeinflusst das Profil des emittierten Lichtes starker.

[0026] Die vorliegende Erfindung wird verwendet, um das Profil fir emittiertes Licht einer LED zu verandern.
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Wenn die Elektrode 28 zu einer Seite des Emitters bewegt wird, wie in Fig. 6 gezeigt, blockiert die Seitenelek-
trode 52 Licht an dessen Seite, so dass dies den Schwerpunkt zu der entgegengesetzten Seite von der Posi-
tion der Seitenelektrode 52 verschiebt. Fig. 4 zeigt LEDs, die eine Grof3e fir 1200 SPI aufweisen mit zwei Elek-
trodenkonfigurationen.

[0027] Die Bilder 41 und 43 der Fig. 4 und Fig. 5 sind Mikrodiagramme von LEDs mit GréRRe fiir 1200 SPI.
Die unteren Diagramme 42 und 43 sind entsprechende Messungen der Emission im Nahfeld, die dem LED-Ge-
biet Uberlagert sind. In dem Diagramm 42 ist 423 die Emissionslinie und 421 die Linie des LED-Profils. Im Di-
agramm 44 ist 441 die Emissionskurve und 443 ist die Kurve des LED-Profils. Die Seitenelektrode 52 der Fig. 6
erzeugt einen Schwerpunkt rechts von der Mitte (verschiebt das Licht zu dem Rand des Bausteins). Wie in
Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt, ist der Schwerpunkt des LED-Profils fir jedes der Diagramme 42 und 44 bei 20,8
pm. Der Emissionsschwerpunkt, der durch die mittige Elektrode der LED 26 der Fig. 2 erzeugt wird, liegt bei
20,8 ym. Der Emissionsschwerpunkt, der durch die Seitenelektrode der LED 56 der Fig. 6 erzeugt wird, liegt
bei 18,2 um. Die Seitenelektrode 52 der Fig. 6 verschiebt den Schwerpunkt 26 pym relativ zu der LED 56.

[0028] Die vorliegende Erfindung wendet eine Konfiguration mit Seitenelektrode an, um den Zwischenraum
58 zwischen benachbarten LED-Bausteinen 51 zu minimieren, wahrend ein konstanter Regelabstand zwi-
schen den Bildelementen aufrechterhalten wird. Wie in Fig. 6 gezeigt, verschiebt beispielsweise die Seitene-
lektrode 52 den Schwerpunkt zu dem Rand um ungefahr 2,6 pm. Der Emitter 56 wird um denselben Betrag
nach innen angeordnet, um den richtigen Abstand mit anderen Bildelementen 51a bis 51d auf dem Baustein
21 aufrecht zu erhalten. Das Bewegen oder Verschieben des Emitters 56 nach innen ermdglicht, dass der Bau-
stein 51 um denselben Betrag kleiner ist. Dies wird fur beide Seiten von jedem Baustein in der Anordnung vor-
genommen. Der Zwischenraum 58 zwischen benachbarten Anordnungen wird ungefahr durch das Doppelte
des Betrages, um den der Emitter 56 verschoben wird, verbreitert, oder um 5,2 ym, wie in Eig. 6 gezeigt. Wie
in Eig. 6 gezeigt, kann ein Zwischenraum 58 von ungefahr 6,4 pm zwischen benachbarten Bausteinen 51 und
53 eingerichtet werden, der eine geeignete GroRe flr die Genauigkeit der Bausteinmontage und fir thermische
Ausdehnung aufweist. Die in Eig. 6 gezeigte Konfiguration ist ebenso im Einklang mit den anderen Formaus-
legungsregeln fir Anordnungen mit 1200 SPI und erreicht eine wirkliche Anordnung von 1200 SPI mit einem
konsistenten Regelabstand von ungefahr 21,2 um. Wenngleich die veranschaulichten Ausflihrungen hier mit
Bezug auf eine Anordnung mit 1200 SPI beschrieben werden, kdnnen die Merkmale der offenbarten Ausfih-
rungen auf jede bildgebende oder abtastende Einrichtung von hoher Auflésung angewandt werden, die durch
Aneinanderreihen von ICs hergestellt wird, um ein Feld auszubilden.

[0029] In alternativen Ausflihrungen kann die in Eig. 6 gezeigte Elektrodenkonfiguration ein Verfeinern fir un-
terschiedliche Satze von LED-Materialien und Wellenlangen erfordern, weil das in Eig. 4 gezeigte Profil 44 fir
die Seitenelektrode beinhaltet, dass Lichttransmission durch ein Material ebenso ein Faktor sein kénnte. Die
Leistung des unsymmetrischen Bildelements kdnnte ebenso eingestellt werden, so dass dessen Breite ver-
gleichbar mit den anderen ist.

[0030] Durch das Verschieben der Elektrode einer LED an die Seite des Emitters wird der Lichtschwerpunkt
zu der entgegengesetzten Seite verschoben. Diese Verschiebung in der Lichtintensitat kann die endstandigen
LED-Einrichtungen auf jedem Baustein eines Druckkopfes in einem Feld ndher an dem Ende erscheinen las-
sen, als diese tatsachlich sind. Dies ermoglicht, dass die Bausteine kleiner sind und der Zwischenraum zwi-
schen den Bausteinen vergréert wird, wahrend ein konstanter Regelabstand von beispielsweise 21,2 ym zwi-
schen den Bildelementen der Bausteine in der Anordnung konstant gehalten wird. Der resultierende Zwischen-
raum Uberwindet die Probleme, die mit einem engeren Zwischenraum verbunden sind, wie etwa Zusammen-
stoRen der Bausteine, Bruch der Arme oder Fehler bei der Bausteinplatzierung. Die vorliegende Erfindung
stellt lineare Felder von 1200 SPI und gréRer bereit mit im Wesentlichen keinen Fehlern im Regelabstand an
den Bausteinfugen und mit besseren Eigenschaften der Bildqualitat.

Patentanspriiche

1. Ein Verfahren zur Herstellung eines LED-Feldes von hoher Auflésung, mit den Schritten:

Bereitstellen einer Vielzahl von LED-Bausteinen (51, 53), um das LED-Feld auszubilden, wobei jeder
LED-Baustein mindestens eine lineare Anordnung von LEDs umfasst, wobei jede lineare Anordnung von LEDs
endstandige LEDs (56) an jedem Ende der linearen Anordnung einschlief3t, wobei die endstandigen LEDs an
jedem Ende von jedem Baustein angeordnet sind;

Bereitstellen einer Mittenelektrode fiir jede LED, die nicht eine der endstandigen LEDs ist, wobei die Mittene-
lektrode Gber einer emittierenden Seite der LED angeordnet ist und Licht in der Mitte derselben derart blockiert,
dass ein Schwerpunkt emittierten Lichtes fir jede LED mittig Gber der LED angeordnet ist;
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Bereitstellen einer Endelektrode (52) fur jede endstandige LED, wobei die Endelektrode in Bezug auf die Mitte
der endstandigen LED um einen vorbestimmten Betrag zu der Mitte des LED-Bausteins hin versetzt ist;
Verringern einer Grof3e von jedem LED-Baustein durch Entfernen einer Menge von Bausteinmaterial an jedem
Ende von jedem Baustein, die im Wesentlichen gleich dem vorbestimmten Betrag ist; und

Ausbilden des Feldes durch Platzieren von jedem Baustein Ende an Ende mit einem Zwischenraum (58) zwi-
schen jedem Baustein, wobei der Zwischenraum einen Regelabstand von ungefahr 21,2 ym zwischen einem
Schwerpunkt des emittierten Lichtes der endstéandigen LEDs von benachbarten LED-Bausteinen bereitstellt;
gekennzeichnet durch

der Schritt zum Bereitstellen der Endelektrode umfasst, die Endelektrode Uber einer emittierenden Seite der
LED anzuordnen, und das Licht in einem Gebiet der endstandigen LED zu blockieren, das zu der Mitte des
LED-Bausteins hin derart versetzt ist, dass der Schwerpunkt des emittierten Lichtes von jeder endstandigen
LED zu einem aufReren Rand des Bausteins hin versetzt wird.

2. Das Verfahren gemaR Anspruch 1, wobei der Schritt zum Bereitstellen der Endelektrode umfasst, die
Elektrode ungefahr 2,6 ym zu versetzen.

3. Das Verfahren gemaf Anspruch 1, wobei das hergestellte LED-Feld von hoher Aufldsung ein LED-Feld
umfasst, das mindestens 1200 Punkte pro inch ("SPI") bereitstellt.

4. Ein LED-Druckbalken von hoher Auflésung, umfassend:
eine Vielzahl von LED-Bausteinen (51, 53), die mit einem Zwischenraum (58) zwischen benachbarten LEDs
zusammengefigt sind, um ein Feld auszubilden, wobei jeder LED-Baustein umfasst:
eine Vielzahl von LEDs, die eine endstandige LED (56) an jedem Ende des Bausteins einschliel3t, wobei jede
LED eingerichtet ist, emittiertes Licht zu erzeugen;
eine Mittenelektrode, die sich von jeder LED, die nicht eine endstandige LED ist, erstreckt, wobei die Mittene-
lektrode eingerichtet ist, die LED elektrisch zu einer Drahtverbindungsstelle zu verbinden, wobei die Mittene-
lektrode Gber einer emittierenden Seite der LED angeordnet ist und Licht in der Mitte derselben derart blockiert,
dass ein Schwerpunkt emittierten Lichtes von jeder LED mittig Gber der LED angeordnet ist;
eine Endelektrode, die jeder endstandigen LED zugeordnet ist, wobei die Endelektrode relativ zu der Mitte der
endstandigen LED zu der Mitte des LED-Bausteins hin versetzt ist,
wobei der Zwischenraum zwischen jedem LED-Baustein in dem Feld einen Regelabstand zwischen jeder be-
nachbarten LED in dem Feld von ungefahr 21,2 um bereitstellt,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Endelektrode lber einer emittierenden Seite der endstéandigen LED angeordnet ist und das Licht in einem
Gebiet der endstandigen LED blockiert, das zu der Mitte des LED-Bausteins hin derart versetzt ist, dass ein
Schwerpunkt emittierten Lichtes von jeder endstéandigen LED zu einem duReren Rand des Bausteins hin ver-
setzt wird.

5. Der Druckbalken gemaf Anspruch 4, wobei der Zwischenraum zwischen benachbarten LED-Baustei-
nen mindestens 5 pm ist.

6. Der Druckbalken gemaR Anspruch 4, wobei eine Auflésung des Druckbalkens mindestens 1200 Punkte
pro inch ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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